津工信财〔2022〕6号附件5
2022年第一批天津市智能制造专项

集成电路产业发展项目申报指南

为推进制造业立市，落实《天津市人民政府办公厅印发天津市关于进一步支持发展智能制造政策措施的通知》（津政办规〔2020〕16号）精神，特制定本指南。现将有关事项通知如下：
一、支持方向

（一）支持集成电路产业重点项目建设

对2021年（含）以后获批国家“核高基”和“芯火”双创基地（平台）项目，按实际获得国家支持金额给予等额资金支持，每个项目最高3000万元。
（二）支持集成电路设计企业开展工程产品流片
对上一年度集成电路设计企业按照 MPW（多项目晶圆）加工费60%，首次工程批流片加工费（IP授权费、掩膜版费、测试化验加工费）20%给予支持，奖励资金用于企业研发投入。以上两项合计，同一企业每年支持金额最高300万元。

二、申报条件

（一）符合通知正文中“申报条件”的所有要求；

（二）申请支持方向一的项目应符合申报方向的要求且获得国家正式批复文件；
（三）申请支持方向二的企业还需满足以下条件：

1．申请企业应为在天津市依法注册登记满1年，在我市具有固定办公场所和研发人员，从事集成电路设计业相关业务独立法人单位。

2．申请企业经专项审计后的2021年度集成电路设计销售收入占企业收入总额的比例不低于60%。

3．申报支持方向二的项目，企业研发的芯片产品应具有相关知识产权。

三、申报材料
申报单位需提交以下材料，按通知要求顺序装订：
（一）通知正文中要求的申报材料。（方向一、二均选择奖补类）

（二）专项审计报告。主要内容包含2021年度集成电路设计销售收入占企业收入总额的比例等。（方向二）

（三）申报方向二的企业还需提交以下材料：

1．《集成电路设计企业工程产品流片资金申请表》。（附件5—1）

2．与集成电路生产企业（或流片代理服务企业）签订的MPW（多项目晶圆）、首次工程批流片合同、发票、支付凭证等相关证明材料复印件。

3．MPW（多项目晶圆）、首次工程批流片产品的情况说明。（包括产品主要功能、技术指标、与公司其他相关产品的差异说明及后续产业化情况）

4．MPW（多项目晶圆）、首次工程批流片产品相关知识产权证明材料复印件。（如集成电路布图设计登记证书或发明专利授权等有关证明材料）
5．需有企业法人签字及法人单位盖章的该款芯片产品MPW（多项目晶圆）、首次工程批流片真实性承诺书。

四、申报流程

（一）各项目申报单位按照文件要求准备申报材料，及时将申报材料报送至所在区的工业和信息化主管部门。申报材料电子文档为PDF格式。相关区工业和信息化主管部门按照通知正文要求报送市工业和信息化局。
（二）市工业和信息化局委托第三方机构，组织对项目进行认定，根据认定报告确定支持的项目。

附件：5—1．集成电路设计企业工程产品流片资金申请表

（联系人：市工业和信息化局电子信息产业处  高东生；

联系电话：83602833）

附件5—1

集成电路设计企业工程产品流片资金申请表
（单位：万元）
	企业基本信息

	企业名称
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	1.产品信息及MPW加工费用明细

	产品名称
	产品流片公司及工艺
	单个产品MPW加工费用

	产品名称1
	
	

	......
	
	

	MPW产品加工总费用
	

	2.产品信息及首次工程批加工费用明细

	产品名称
	产品流片公司及工艺
	IP授权费
	掩膜版费
	测试化验加工费
	单个产品总费用

	产品名称1
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	

	首次工程批产品加工总费用
	

	MPW产品及首次工程批产品加工总费用
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